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ミニマルサイズを実現した超コンパクトダイボンダ
・リニアモータ制御によりボンディング機構の小型
　化と加圧制御の容易化を実現しました。

ソルダーレジストインクをオンデマンド塗布・成膜
・ソルダーレジストをインクジェット塗布・成膜さ
　せる装置を極限まで小型化して、ミニマルファブ
　規格のコンパクトな筺体に納めました。

オフィスが半導体工場に

ミニマルから始まる日本の先進技術

超小型生産システムの開発構想から生まれたミニマルファブ
革命的な超小型半導体製造装置により多品種少量生産に適した生産システム

 Die Bonder

 Ink Jet Printer

開発構想から生まれたミ ルフ ブ
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現　象

Cuエッチング

レジスト除去

はんだボール搭載

はんだリフロー

生産工程

ダイボンダ

ミニマル生産ラインのダイボンダ、インクジェットプリンターの開発を行っています。

ＵＶ照射対象デバイス
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本資料に関するお問い合わせ 

ＩＲ担当者  時枝 

ＴＥＬ ：０９７－５４４－１００１ 

E-mail ：tokieda@i-kk.co.jp 

 




